LINDE TECHNOPLYN a.s. o@l&
SOLDERFLEX® LIS

Mistni inertizacni systém pro pajeci vinu

[1] plechovy stit
[2] vstup dusiku

P ‘r"e d n O St i a Vy h O d y : Mozné zlepseni pajeci kvality

pouZzitim systému LIS

P snizeni vyskytu strusky (50-80%) —

P nizsi spotieba pajky chyba pajeni

P snizeni nakladl na udrzbu az o 70% i

P nizsi spotreba tavidla

P zvySena kvalita pajeni
a Cistoty desky s ploSnymi spoji 06

p jednoducha konstrukce, jednoducha obsluha 0.4

P nizka spotieba dusiku (4-8 m3/h) 0.2

p nizké porizovaci naklady 0

p systém je pouzitelny témér pro vSechny bézné pajeci viny PCB1 pcB2

vzduch
dusik (100 ppm O5)

1.2
1.0

0.8
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